Tecnologia SMD.
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Na montagem convencional, os componentes possuem invólucros muito maiores que o elemento activo que se encontra no seu interior. Na figura é mostrado um componente electrónico desmontado para ilustrar o que foi dito anteriormente.
É de notar que a pastilha de silício é muito menor que o componente, ou seja, o elemento activo ocupa um volume mínimo no interior do invólucro. O tamanho que estes componentes assumem torna inviável uma montagem onde se pretende reduzir espaços.
SMD (Surface Mount Device ou Dispositivos Montados em Superfície) é uma nova tecnologia que tem por objectivo reduzir o espaço ocupado pelos tradicionais componentes (resistências, díodos, transístores e CI's) em certas placas, como as de computadores, televisões, rádios, telemóveis etc. Esta tecnologia já é uma realidade, devido à tendência contínua de "miniaturização" dos circuitos. 

Informação básica sobre a montagem de componentes SMD.
A tecnologia tradicional de montagem de componentes em placas de circuito impresso (PCI) é de inserção dos seus terminais nos furos da placa para posterior soldagem.

A tecnologia de montagem em superfície SMT (Surface Mount Technology) é encontrada nas placas de circuito impresso dos aparelhos modernos, tais como no telemóvel, na forma miniaturizada, com os componentes directamente colados e soldados sobre o substrato.
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O princípio da tecnologia SMT é utilizar componentes que tenham invólucros reduzidos ao máximo possível para que as máquinas possam fazer a montagem dos circuitos electrónicos dispensando que sejam manuseados pelo operador. Assim as máquinas podem efectuar uma montagem muito mais rápida e livre de erros isto sem contar com o baixo custo empregue nas linhas de montagens automáticas.
Identificação de um SMD
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Os componentes SMD são fabricados em inúmeros tipos de invólucros e nos mais variados tipos de componentes, tais como: resistências, condensadores, díodos, transístores, circuitos integrados, relés, bobinas, transformadores, etc.   
Resistências SMD
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O valor da resistência vem indicado no seu corpo com três algarismos, indicando o último dígito o número de zeros.
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Condensadores SMD
Os condensadores não electrolíticos não têm os valores marcados. Só se pode saber o seu valor medindo-o com um capacímetro.
Existem dois tipos de condensadores electrolíticos: Aqueles que têm o corpo metálico (semelhante aos comuns) e os que têm o corpo em epóxi, parecido com os díodos. Alguns têm as características indicadas por uma letra (tensão de trabalho) e um número (valor em pF). Ex: A225 = 2.200.000 pF = 2,2 μF x 10 V (letra "A").


Díodos, Transístores e Circuitos integrados SMD
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Nos díodos, a cor do cátodo indica o seu código, alguns deles têm o encapsulamento de 3 terminais igual a um transístor.
[image: image8.jpg]Pinzette

Pinzetta
Pince brucelle

Pinzas.

Fig. 2

Lotkolbenspitze
Tip of soldering iron
Punta saidatore
Panne du fer & souder
Punto de soldator




[image: image9.jpg]Fixierpunkt
Fixing point
Punto di fissaggio
Point de soudure
Punto de fijacién

Fig. 3

Létzinn
Solder
Stagno
Soudure
Estano



Os transístores podem ter 3 ou 4 terminais, porém a posição destes terminais varia de acordo com o código. O código vem marcado no corpo por uma letra, número ou por uma sequência de letras e números, porém não corresponde à indicação do mesmo. Por exemplo o transístor BC808 vem com indicação 5BS no corpo.
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Os circuitos integrados têm duas ou quatro linhas de terminais. Quando têm duas linhas de terminais, a contagem começa pelo pino identificado por uma marca. Quando têm quatro filas de terminais, o primeiro pino fica abaixo e à esquerda do código. Os outros pinos são contados em sentido anti-horário.
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Vantagens dos componentes SMD
O uso desta tecnologia permite uma maior fiabilidade da placa, a racionalização de seu circuito impresso, a diminuição física do circuito e consequentemente do produto final, permitindo equipamentos mais leves e compactos.

Desvantagens dos componentes SMD

A manutenção das placas com componentes SMD é muito mais complicada quando comparada com as tradicionais. 

Soldar e dessoldar SMD

· Deve ser utilizado um ferro de soldar de baixa potência com regulação de temperatura.

· A temperatura do ferro de soldar deve ser de aproximadamente 240ºC (máximo 300ºC).

· O tempo da soldadura deve ser o menor possível.

· Deixar os componentes na sua embalagem original, até serem montados. Desta forma evita-se a oxidação dos contactos.
· Não se devem tocar os componentes com as mãos.

Dessoldar um componente SMD
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Para retirar um componente será preciso um liquido para remover a cola, que prende o componente à placa de circuito impresso.
Primeiro passo:


Aspirar o estanho no ponto de soldadura com um aspirador (Fig.1).

Segundo passo:


Aquecer os extremos ou todo o SMD e girá-lo com a pinça. Não fazer força para que a placa de circuito impresso não fique danificada. Ter em atenção para que as pistas situadas debaixo do componente, não se soltem da placa (Fig.2).
Soldar um componente SMD


Primeiro passo:
Limpar o ponto de soldadura dos resíduos da soldadura anterior. Colocar uma gota de estanho (Fig.3).


Segundo passo:
Colar o componente com uma cola rápida.

Colocar o SMD sobre a gota de estanho, centrá-lo e soldá-lo (Fig.4).

Terceiro passo:

Soldar a parte livre, deixar arrefecer, e soldar também a parte oposta (Fig.5).

Lucínio Preza de Araújo

http://www.prof2000.pt/users/lpa
Exemplos de resistências, condensadores e led SMD.
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Cápsula do tipo PLCC (Plastic – Leaded Chip Carrier) de 32 pinos. Tem os terminais dobrados para debaixo do corpo.





Cápsula do tipo SOIC (Small – Outline Integrated Circuit) de 8 pinos. É semelhante a um DIP, miniaturizado e com os pinos dobrados.
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